
1. はじめに

高温超電導線材用の純Ni配向基板では、高配向度が得ら

れ、その上に成膜されたYBCO超電導膜で77K、0TでのJc

として 1 MA/cm2 を超える値が得られている。しかし、純

Ni基板では実用に際して強度と磁性に対して問題があり、

その解決策として我々はNi合金やｸﾗｯﾄﾞ材を開発している。

また今回開発した高強度弱磁性配向基板を用いて、低コス

トの線材化プロセスについても検討した。

２．実験方法

　基板素材としては Ni合金と、Ni/Ni合金のｸﾗｯﾄﾞを用いた。

原料ロッドを圧延加工したテープに再結晶熱処理（配向処

理）を施し、配向基板テープを得た。また図１に示す用に、

ｸﾗｯﾄﾞ配向基板を上にEB-CeO2中間層、PLD-YBCO超電導層、

ｽﾊﾟｯﾀ-Ag安定化層をそれぞれ成膜した。

　金属基板については常温引張試験、表面粗さ測定（触針

式）、XRD測定(極点図)、77K&0.1Tの交流磁化測定を行っ

た。交流磁化損失に用いた試料は、厚さ75μm、幅7mm、

長さ30mmのテープを50枚積層したもの（絶縁材を挟む）

を用いた。また超電導テープ線については77K&0TでのIc

測定を行った。

３．結果と考察

　図２に示すようにｸﾗｯﾄﾞ配向基板では1.15GP、0.46GPaの

σ 0.2%耐力が得られた。ｸﾗ ｯﾄ ﾞ配向基板で表面粗さは

Ra=11nm、配向度はΔΦ=9°であった。図３に配向熱処理

前の金属基板の交流磁化を示す。ｸﾗｯﾄﾞ基板の飽和磁化は

純Niの約50%に弱磁性化できていることが分かる。

高強度弱磁性のｸﾗｯﾄﾞ配向基板上にEB蒸着でCeO2中間層

を成膜したところ、配向度はΔΦ=10°であった。またEB-

CeO2層上でのPLD-YBCO層では Ic/cm=30A(Jc=0.3MA/cm2)

が得られた。

以上の結果から、ｸﾗｯﾄﾞ配向基板は高強度化と弱磁性化

に適しており、しかもEB法を組み合わせることで低コスト

化に有利な線材プロセスに適用可能であることが分かった。
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図１　ｸﾗｯﾄﾞ基板を用いた超電導線材の断面図

図２　ｸﾗｯﾄﾞの配向基板の引張強度

図３　ｸﾗｯﾄﾞの基板の磁化
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